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      世界半导体行业巨头纷纷到国内投资，整个半导体行业快速发展，这也要求材料业要跟上

半导体行业发展的步伐。可以说，市场发展为半导体支撑材料业带来前所未有的发展机遇。

       智研数据研究中心发布的《2012-2016年中国半导体产业全景调研与投资方向研究报告》共

十八章。首先介绍了中国半导体行业市场发展环境、中国半导体整体运行态势等，接着分析

了中国半导体行业市场运行的现状，然后介绍了中国半导体市场竞争格局。随后，报告对中

国半导体做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国半导体行业发展趋势与投资预测。您

若想对半导体产业有个系统的了解或者想投资半导体行业，本报告是您不可或缺的重要工具

。

       本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。

 

第一章 半导体跨国公司分析 

第一节 背景情况分析 

一、全球半导体市场规模 

二、全球半导体产业现状 

三、中国半导体产业现状 

第二节 主要半导体跨国公司在华经营情况分析 

一、经营特点 

二、经营现状分析 

第三节 2012-2016年半导体跨国公司在华发展影响因素分析 

一、驱动因素 

二、制约因素 

 

第二章 中国半导体行业市场发展环境分析 

第一节 国内半导体经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析



二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2012年中国半导体经济发展预测分析

第二节 中国半导体行业政策环境分析

 

第三章 中国半导体产业发展现状分析

第一节 中国半导体产业发展历程 

第二节 中国半导体产业概述 

一、半导体产业链结构 

二、半导体产品分类 

三、半导体制造流程 

四、半导体集成电路类别 

第三节 2011年中国半导体市场分析 

一、半导体市场现状分析 

二、半导体应用领域分析 

三、半导体资本支出分析 

四、半导体产能分析 

五、半导体主要厂商排名 

 

第四章 中国晶圆制造产业运行形势分析

第一节 2011年中国晶圆制造产业发展概述 

一、晶圆制造工艺简介 

二、全球晶圆产业及主要厂商 

三、三大晶圆代工厂2011年成长分析 

第二节 2011年中国晶圆制造产业运行动态分析 

一、新日铁完成6吋SiC晶圆研发 

二、日厂Tokuyama拟进军LED用大尺寸硅晶圆市场 

三、台积电扩充产能拟建12寸晶圆厂 

第三节 2012-2016年中国晶圆制造业预测分析 

 

第五章 中国半导体封装产业发展分析 

第一节 2011年半导体封装产业发展概况 

一、发展现状分析 



1、产业规模 

2、产业结构 

二、主要特点 

第二节 2011年半导体封装材料整体市场状况分析 

一、引线框架市场分析 

1、规模与结构 

2、市场特点分析 

二、塑封料市场分析 

1、规模与结构 

2、市场特点分析 

三、键合金丝市场分析 

1、规模与结构 

2、市场特点分析 

第三节 2011年半导体封装材料市场发展驱动因素分析 

 

第六章 中国半导体功率器件市场发展分析 

第一节 2011年半导体功率器件市场概况 

一、国外市场规模与特点 

二、国内市场结构分析 

第二节 2011年重点半导体功率器件产品市场概况分析 

一、MOSFET 

1、市场规模与增长 

2、产品结构 

3、应用结构 

4、工艺结构 

二、IGBT 

1、市场规模与增长 

2、产品结构 

3、应用结构 

4、封装结构 

三、电源管理芯片 

1、市场规模及增长 



2、产品结构 

3、应用结构 

第三节 2012-2016年中国半导体功率器件市场预测 

 

第七章 中国半导体分立器件制造行业发展状况分析 

第一节 2011年中国半导体分立器件市场运行概述 

一、我国分立器件市场增长势头强劲 

二、半导体分立器件市场不可小觑 

三、半导体分立器件市场需求分析 

第二节 2011年中国半导体分立器件市场分析 

一、分立器件的特点要求 

二、我国分立器件的消费需求（庞大的市场需求） 

三、我国半导体分立器件发展热点 

四、分立器件的发展趋势 

第三节 2011年中国半导体分立器件行业存在问题及应对策略 

一、行业存在问题以及发展限制 

二、应对策略 

 

第八章 中国LED产业运行状况分析 

第一节 中国LED市场现状分析 

一、2011年LED现状概述 

二、中国LED研发及生产区域分析 

三、LED重点区域与企业详析 

四、中国发展LED照明产业的三大优势 

五、LED应用市场现状分析 

第二节 中国高亮度LED市场分析 

一、高亮度LED制程技术分析 

二、应用领域广泛 

三、市场规模预测 

四、高亮度LED的发展趋势 

第三节 2012-2016年半导体照明现状及前景预测 

一、LED应用发展趋势 



二、半导体照明的短期发展方向 

三、未来LED将走向通用照明领域 

四、我国LED照明灯具的设计开发趋势 

 

第九章 2007-2011年中国半导体分立器件产量统计分析 

第一节 2007-2010年全国半导体分立器件产量分析 

第二节 2011年全国及主要省份半导体分立器件产量分析 

第三节 2011年半导体分立器件产量集中度分析 

 

第十章 2008-2010年中国半导体行业数据监测分析 

第一节 2008-2010年中国半导体行业总体数据分析

一、2008年中国半导体行业全部企业数据分析

二、2009年中国半导体行业全部企业数据分析

三、2010年中国半导体行业全部企业数据分析

第二节 2008-2010年中国半导体行业不同规模企业数据分析

一、2008年中国半导体行业不同规模企业数据分析

二、2009年中国半导体行业不同规模企业数据分析

三、2010年中国半导体行业不同规模企业数据分析

第三节 2008-2010年中国半导体行业不同所有制企业数据分析

一、2008年中国半导体行业不同所有制企业数据分析

二、2009年中国半导体行业不同所有制企业数据分析

三、2010年中国半导体行业不同所有制企业数据分析

 

第十一章 中国半导体产业市场竞争分析 

第一节 2011年中国半导体产业竞争格局分析 

一、半导体产业市场集中度分析 

二、半导体行业集中度分析 

第二节 2011年中国半导体优势企业竞争战略分析 

一、研发战略 

二、营销战略分析 

1、顾客满意战略 

2、产品策略 



3、品牌策略 

4、销售渠道 

5、营销新模式 

三、人力资源 

1、高承诺企业组织 

2、激励体系 

 

第十二章 中国半导体分立器件产业重点企业分析 

第一节 天津中环半导体股份有限公司 

一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 

三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 

第二节 杭州士兰微电子股份有限公司 

一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 

三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 

第三节 吉林华微电子股份有限公司 

一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 

三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 

第四节 江苏中能硅业科技发展有限公司 

一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 



三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 

第五节 苏州松下半导体有限公司 

一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 

三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 

第六节 南通富士通微电子股份有限公司 

一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 

三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 

第七节 英飞凌科技(无锡)有限公司 

一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 

三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 

第八节 高佳太阳能(无锡)有限公司 

一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 

三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 



第九节 瑞萨半导体（苏州）有限公司 

一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 

三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 

第十节 恩智浦半导体广东有限公司 

一、企业概况 

二、企业主要经济指标分析 

三、企业盈利能力分析 

四、企业偿债能力分析 

五、企业运营能力分析 

六、企业成长能力分析 

 

第十三章 全球半导体原材料市场分析 

第一节 半导体原材料行业概述 

第二节 全球半导体原材料市场分析 

第三节 中国半导体原材料市场分析 

第四节 中国半导体原材料主要厂商分析 

一、峨嵋半导体材料厂 

二、有研半导体材料股份有限公司 

 

第十四章 半导体专用设备产业发展分析 

第一节 2011年半导体专用设备产业发展概况 

一、发展现状 

二、主要特征 

三、发展热点 

第二节 2011年半导体专用设备市场竞争格局分析 

一、市场发展现状 

二、细分产品-晶圆处理设备 

三、细分产品-封装设备 



四、细分产品-测试设备 

 

第十五章 中国IC设计市场分析 

第一节 设计行业概述 

一、设计行业特点 

二、IC设计流程 

三、IC设计方法演进路线 

四、SOC主要特性及关键技术 

五、IC设计业务模式 

六、IC设计竞争力影响因素 

第二节 2011中国IC设计行业分市场分析 

一、中国消费类IC设计市场分析 

二、中国通信IC设计市场分析 

三、中国工业控制类IC设计市场分析 

 

第十六章 中国IC制造市场概述分析

第一节 中国IC制造市场概述 

第二节 全球及中国主要IC制造厂商分析 

 

第十七章 中国IC封测市场分析 

第一节 IC封测概述 

第二节 主要IC封装技术比较 

第三节 2011全球及中国IC封测市场现状分析 

第四节 中国主要IC封测厂商 

第五节 未来几年IC封装发展趋势 

 

第十八章 2012-2016年半导体行业投资前景及发展策略分析 

第一节 2012-2016年半导体行业投资前景分析 

一、节能减排趋势助推绿色照明发展 

二、金融危机给国内投资环境带来的机遇分析 

三、LED产业在金融风暴中逆市上扬 

四、LED行业受益交通运输部万亿投资计划 



第二节 2012-2016年半导体行业投资风险分析

第三节 2012-2016年半导体行业投资策略及建议 
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